Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

* requisito speciale: ENIG, spessore oro duro: 4UM, impedenza: Tol: +/-7%, la deviazione
dell'impedenza nello stesso strato non deve superare +/-2ohm, trapano posteriore, ruotato di 7
gradi.

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, disseccante messo nel
fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidita sul lato superiore

Struttura del layer

Lyr  Image Foil MName
COhP 050z Foil 1f20z
7 R-5670(G) 3313 RC54%
= S D2%Z R 5775(G) 0.150mm HH 37"49°(1080°2)(RTF)
om | p— R-5670(G) 1078 RCE5%
E— R-S670(G) 1035 RC70%
i S D2%Z R 5775(G) 0.150mm HH 37"49"(1080°2)(RTF)
P |} E— R-5670(G) 1078 RCES%
T— R-S670(G) 1035 RC70%
e S D2%Z R 5775(G) 0.150mm HH 37"49"(1080°2)(RTF)
s || E— R-5670(G) 1078 RCES%
7 R-S670(G) 1035 RC70%
e ¥ 0207 R.5775(G) 0.140mm Hi2 37"*49"(1078*2)(RTF)
= R-5670(G) 2116 RC54%
- R-5670(G) 2116 RC54%
A R-5670(G) 2116 RC54%
il 29 R-5775(G) 0.140mm H2 37"49"(1078*2)(RTF)
R-5670(G) 1035 RCT0%
R-5670(G) 1076 RCE8%
EL D292 R 5775(G) 0.150mm HH 3749"(1 080*2)(RTF)
R-5670(G) 1035 RCT0%
& R-5670(G) 1076 RCE8%
Er E D292 & 5775(G) 0.150mm HH 37*48"(1 080*2)(RTF)
& R-5670(G) 1035 RCT0%
A R-5670(G) 1076 RCE8%
L16 i B 0.50z 1 4 Oy Y
by A D292 R.5775(G) 0.150mm HH 37"48"(1 080*2)(RTF)
4 R-5670(G) 3313 RC54%

050z Foil1/20z
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HDI PCB stampato circuito di bordo, Porcellana PCB fabbricazione


https://www.o-leading.com/it/news/How-much-do-you-know-about-the-knowledge-of-the-Printed-Circuit-Board-PCB-Plating.html

